CAE Forum 2025

Uméld inteligence: Budoucnost vyvoje a simulaci

Praha:

Spoleénost TechSim Engineering - Solution Partner spoleénosti SIEMENS, Vds zve
na 9. roénik odborné konference CAE Forum 2025 zamérené na posledni

29.-30. 5. 2025

trendy z oblasti vypocéetnich simulaci s diorazem na vyuziti umélé inteligence.
Konference bude tradiéné dvoudenni, ale v inovovaném formatu:

Prvni den bude vénovdn modernim trendum, jako jsou Al fizené simulace,
vyvoj autonomnich systému a automatizace vyvojovych &innosti. Druhy den,
pod vedenim specialistt spoleénosti TechSim Engineering, se zaméfime na
praktické vyuiiti téchto technologii, napiiklad v oblasti elekiro mobility, a
vkdzeme vam, jak efektivné zaélenit Al do vyvoje a optimalizace produkiuv.
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Ctvrtek 29. 5. - Hlavni predndsky
Registrace Ucastnik

Zahdjeni konference

Sekce hlavnich predndsek

Prestavka
Sekce I: Systémové a multifyzikdlni analyzy
Obed

Prispé&vky sponzord z oblasti vypodetniho HW a SW

Sekce II: CFD simulace a metody validace

Prestdvka

Sekce llI: Vyuziti Al pfi vypo&tech a v prumyslové vyrobé
Sekce IV: Autonomni systémy

Spolecensky vecer

Patek 30. 5. - Workshop Inovativni strojirenstvi s Al

Registrace UCastnikd

Inovativni strojirenstvi: Jak inspirovat nové generace a piilakat
talenty do oboru

Ukdzka ucebnich listd programovych systémU Siemens Simcenter
Dimenzovéni pohonu autonomnich prostfedku UAV, UGV a USV a
vybér vhodnych komponent

Koncepce, dimenzovdni, optimalizace, vybér komponent a na co si
ddt pozor zejména pfi volbé bateri

Design vyrobku pro aditivni vyrobu a vyuiiti vysokopevnostnich
plastu

Ukdizky rdznych pristupU pro piipravu optimalizaci modelu, vybér
vhodného materidlu, prezentace vysledkd tahovych zkousek
Prestdvka

Vypoéty teplotniho zatizeni desek plosnych spoju a elekironickych
komponent

Pfenos dat z ndvrhovych systémud EDA vicevrstvych desek plosnych
spojU, vypocet teplotnich poli a deformaci v programu Simcenter
FIOEFD, korelace z méfenymi daty

Vyuziti redukovanych modelU pro zpifesnéni systémovych modelu
Ukdzka redukce modell ze strukturdini, elektro magnetickych
vypocltd a vypocltd proudéni, ROM, neuronové sité a metody Al
Automatické workflow CFD vypoé&tu a optimalizace

prohleddvéni ndvrhového prostoru s vyuZzitim algoritmd Al
Ukon¢&eni konference — DISKUSE

Obéd

TechSim Engineering zajistuje komplexni vypocetni servis pfi dimenzovani, ndvrhu a optimalizaci strojnich ¢asti a

zafizeni i samotny vyvoj prototypU. Pouzivéme Spickovy vypocetni software v oblasti FEA, CFD, ELMAG a

multidisciplindrnich analyz. Jsme partnerem a dodavatelem softwaru a méficino hardwaru od spolecnosti Siemens

Industry Software. Zajistujeme kompletni inzenyrské feseni v oblasti digitalizace a automatizace vyroby. Aktivné

spolupracujeme s fadou klicovych spolecnosti v oblasti automobilové, dopravni a strojirenské techniky, turbindrském

a energetickém promyslu.

BTechSim | -~

Park Holiday Congress & Wellness Hotel, Praha - Benice

CAE Forum 2025 piinasi prulomové pristupy a
technologie:

Al v simulacich — neuronové sité, redukované
modely a prediktivni analyza

Vyvoj autonomnich systému — RBD, MBS a
systémoveé simulace

Multifyzikalni vypocty — rychlé a presné reseni
sloZitych problémi

Digitdlni dvojée - redind data v rediném Case
pro lepsi predikci a optimalizaci

Aditivni vyroba - nejnovéjsi technologie a jejich
vyuziti v praxi

Pro¢ se zUcastnit?

Naucite se, jak efektivné implementovat Al do
svého vyvoje

Ziskate prehled o Spickovych technologiich a
frendech

Navdzete kontakty se specialisty z promyslu a
akademické sféry

Zaregistrovat se mUzete prosttednictvim tohoto
odkazu. Vyuzijte moznost early-bird registrace za
zvyhodnénou cenu do 15.03.2025.

Registraéni poplatek na celou konferenci zOstava
stejny a je 7.400 K& véetné DPH. Na prvni den
konference Cini 6.200 K& a na druhy den 3. 200 KE&. Pro
studenty a akademické pracovniky je snizeny o 10 % a
zahrnuje materidly, sbornik konference a obc&erstveni.
Fakturu na registracni poplatek zasleme automaticky
do 14 dni.

Parkovdni v podzemnich gardzich po dobu
konference v cené.

Ubytovdni v hotelu si kazdy G€astnik zafizuje sédm.
Smluvni cena pro Ucastniky konference je 2.600

K&/noc pfi obsazenosti jedné osoby a 3.250 K&/noc pfi
obsazenosti dvéma osobami. Pro rezervaci pokoje

kontaktujte recepce@parkholiday.cz.
Regisiraci provedte nejpozdéji do patku 23. 5.2025.
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